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(54) Title: ELECTROLYTIC SOLUTION FOR ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF GOLD AND ITS ALLOYS
(54) Titre : BAIN ELECTROLYTIQUE POUR LE DEPOT ELECTROCHIMIQUE DE L’OR ET DE SES ALLIAGES

(57) Abstract: The invention concerns an aqueous electrolytic solution for electrochemical deposition of gold or of its alloys com-
prising at least a soluble gold compound designed for electrolytic deposition and, optionally at least a secondary metal compound
designed for co-deposition in the form of a gold alloy. The invention is characterised in that it further comprises 0.3 to 3 moles per
mole of gold contained in the electrolytic solution of an organic compound comprising one or two aldehyde functions, said organic
compound being: either glyoxal, or an organic compound comprising 3 to 20 carbon atoms and one or two aldehyde functions in
the form: of a saturated or unsaturated, linear or branched aliphatic group, or a group containing at least a saturated, unsaturated or
aromatic cycle, said organic compound may further include at least a heteroelement selected among oxygen, nitrogen, sulphur and
phosphorus or be in the form of a salt, in particular a sulphonate. The presence of said organic compound enables to increase the
speed of electrodeposition of gold or of its alloys and/or to decrease contact resistance. The invention also concerns a method for
electrodeposition of gold or of a gold alloy comprising electrolysis of such an electrolytic solution.
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@ (57) Abrégé : I’invention concerne un bain électrolytique aqueux pour le dép6t électrochimique de 1’or ou de ses alliages compre-
@® nant au moins un composé soluble de I’or destiné a étre déposé électrolytiquement et, de fagcon optionnelle au moins un composé
O® de métal secondaire destiné a étre codéposé sous forme d’alliage avec 1’or, caractérisé en ce qu’il comprend en outre de 0,3 2 3

moles par mole d’or contenue dans le bain électrolytique d’un composé organique comprenant une ou deux fonctions aldéhyde, ledit

composé organique étant: soit le glyoxal, soit un composé organique comprenant de 3 & 20 atomes de carbone et une ou deux fonc-
~~ tions aldéhyde sous forme: d’un groupe aliphatique, linéaire, ramifié, saturé ou insaturé, ou d’un groupement contenant au moins un
cycle saturé, insaturé ou aromatique, ledit composé organique pouvant comprendre en outre au moins un hétéroélément choisi parmi
I'oxygene, I’azote, le soufre et le phosphore ou étre sous la forme d’un sel, en particulier d’un sulfonate. La présence de ce composé
organique permet d’améliorer la vitesse d’électrodéposition de I’or ou de ses alliages et/ou de diminuer la résistance de contact. Elle
concerne également un procédé d’électrodéposition de 1I’or ou d’un alliage d’or comprenant 1’électrolyse d’un bain électrolytique tel
que défini ci-dessus.
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